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Delock Obudowa zewnetrzna dla 2 x M.2 NVMe PCle
SSD z USB Type-C™ zenskim; funkcja klonowania

Opis

?

<

Numer artykutu 42010

EAN: 4043619420100
Kraj pochodzenia: China

W obudowie aluminiowej firmy Delock umozliwia instalacje dwu M.2
PCle NVMe SSD w formatach 2280, 2260 i 2242. Obudowa moze
by¢ podtaczona przez USB do komputera osobistego lub laptopa.

)6

Funkcja klonowania M.2 PCle SSD
Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawarto$ci
SDD z pominieciem PC.

Instalacja SSD bez narzedzi

Cechg wyro6zniajgcg obudowy jest, ze do instalacji M.2 SSD nie
potrzeba Zzadnych narzedzi. Mechanizm blokady zapobiega
niezamierzonemu otwarciu obudowy, np. podczas przenoszenia w Opakowanie: Retail Box
torbie.

Dobre chtodzenie

Wentylator w dolnej czes$ci obudowy zapewnia wystarczajace
chtodzenie wykorzystywanych dyskéw SSD, dziatanie jest wiec
mozliwe bez probleméw takze z zamknigtg obudowa.

Uwaga

Nie obstuguje dyskéw SSD SATA M.2.

Szczegoty techniczne

e Zigcze:
zewnetrzne:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ zeniski
1 x gniazdo pradu satego
wewnetrzne:
2 X 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
¢ Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806A
¢ Obstuguje moduty M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem M lub z wpustami
B+M opartymi na technologii PCle (NVMe)
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¢ Maksymalna wysoko$¢ komponentdéw zamocowanych na module: Obstuguje 1,5 mm
naktadanie dwustronnie zmontowanych modutéw

¢ Obstuga NVM Express (NVMe)

¢ Obstuga S.M.A.R.T.

¢ Obstuga TRIM

¢ Obstuga UASP

e Szybkos$c¢ transmisji danych do 10 Gbps

1 x przycisk klonowania

1 x przetgcznik blokujacy

Wskaznik LED zasilania, dostepu i stan kopiowania

Hot Plug, Plug & Play

Bootowalny

Metalowa obudowa

Whbudowany wentylator 30mm

¢ Kolor: szary

e Wymiary (DxSxW): ok. 143 x 77 x 18 mm

Specyfikacje zrédta zasilania

« Scienne zrédto zasilania
e Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/0,6 A
e Wyjscie: 12V /2 A
¢ Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 2,5 mm
na zewnatrz: g ok. 5,5 mm
dtugos¢: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

¢ Android 10.0 lub nowszy

Chrome OS

iPad Air (4. generacja) lub nowszy

iPad Pro (3. generacja) lub nowszy

e Linux Kernel 5.8 lub nowszy

Mac OS 11.1 lub nowszy

Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

Urzadzenie z wolnym portem USB Type-C™ badz z wolnym ztgczem Thunderbolt™ 3 lub
e Wolny zenski port USB Typ-A
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Zawartos¢ opakowania

¢ Kieszen zewnetrzna

Przewéd USB-C™, meski na USB-C™, meski, dtugosci ok. 30 cm
Przewod USB-C™, meski na USB Typu-A, meski, dtugosci ok. 30 cm
e Zewnetrzny zasilacz

¢ 4 x podktadka termoprzewodzaca

e 2 x ptytka termoprzewodzaca

e 4 x zatyczka gumowa

¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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General
Funkcja: Plug & Play
Bootowalny

Supported operating system:

Supported module:

Maksymalna wysoko$¢
komponentéw zamocowanych na
module:

Interface

Zewnetrzne:

Wewnetrzne:

Technical characteristics

Chrome OS

Linux Kernel 5.8.0 or above
Windows 10 32-bit

Windows 10 64-bit

Windows 8.1 32-Bit

Windows 8.1 64-Bit

Android 10.0 or above

iPad Pro (3rd Generation) or above
iPad Air (4th Generation) or above
Mac OS 11.1 or above

M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based
on PCle

Maksymalna wysoko$¢ komponentéw zamocowanych na module:
Obstuguje 1,5 mm naktadanie dwustronnie zmontowanych modutéw

1 x gniazdo pradu satego
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Zzeriski

1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

Chipset: Asmedia ASM2362
Szybkos¢ transmisji danych: 10 Gbps
Physical characteristics
Materiat obudowy: Aluminium
Diugoéc: 143 mm
Width: 77 mm
Height: 18 mm
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